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プラスチックBGA用基板

構造

特徴

4層貫通スルーホール基板 4層IVH 3層IVH3

◼プラスチックBGA用基板
 ロジック、メモリ、センサー等のICチップを実装するBGAパッケージ向けにプリプレグを使用
 した有機基板を提供しています。

⚫ 2層/4層 貫通スルーホール基板
• 低価格、高信頼性
• 優れた電気特性

⚫ ビルドアップ基板 ~IVH~
• 薄コアの適用により基板薄型化に対応
（例 : 4層 総厚150μm以下）

• 4層以上の多層構造が可能
• ワイヤーボンディング、フリップチップ接続ともに対応可能
• セミアディティブプロセスおよび層間レーザービアの適用により高密度配線が可能
• コア基板の貫通スルーホール上のビア、ビアスタック構造に対応

*IVH : Interstitial Via Hole

◼プラスチックBGA用コアレス基板 ~IVH3~
 IVHのテクノロジーを用いた薄型コアレスビルドアップ基板を提供しています。

• コア層を除去することにより究極の薄型化が可能
（例 : 3層 総厚70μm以下）
（例 : 4層 総厚85μm以下) 

• 優れた電気特性
• 3層以上の多層化が可能
• ワイヤーボンディング、フリップチップ接続ともに対応可能
• セミアディティブプロセスおよび層間レーザービアの適用

により、高密度配線が可能
• ビアスタック構造に対応
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